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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 16602-70-07:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/TC 5 „Raumfahrt“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-10-01 AA „Interoperabilität von 
Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt 
(NL). 

Dieses Dokument ersetzt DIN EN 14612:2004-05. 

Dieses Dokument (EN 16602-70-07:2014) basiert auf ECSS-Q-ST-70-07C. 

Dieses Dokument enthält unter Berücksichtigung des DIN-Präsidialbeschlusses 1/2004 nur die englische 
Originalfassung von EN 16602-70-07:2014. 

Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrtsystemen erarbeitet und hat daher Vorrang 
vor jeglicher Europäischer Norm, da es denselben Anwendungsbereich hat, jedoch über einen größeren 
Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt) verfügt. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14612:2004-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Norm-Nummer geändert; 

b) keinerlei Änderungen des Textes. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 14612: 2004-05  
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Anhang A 
(informativ) 

 
Begriffe und Abkürzungen 

3 Begriffe und Abkürzungen 

3.1 Begriffe aus anderen Normen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ECSS-S-ST-00-01, ECSS-Q-ST-70, 
ECSS-Q-ST-70-08 und nach ECSS-Q-ST-70-28. 

3.2 Für diese Norm spezifische Begriffe 

3.2.1 
Zulassungsgremium 
zulassende Behörde 
Entität/Organisation, verantwortlich für Ausführung (oder die Untervergabe) der Prüfung an Technology 
Samples, Durchführung des Audits für automatische Schwalllötlinien, Autorisierung zur Umsetzung des 
Verifikationsprogramms für Lieferanten und Benachrichtigung über durchgeführte Verifikationen und erteilte, 
erneuerte oder zurückgezogene Zulassungen 

ANMERKUNG Die zulassende Behörde ist der Endkunde oder der vom Endkunden benannte Vertreter. Beispielsweise 
ist für ESA-Programme der Endkunde die ESA. 

3.2.2 
Bestückungsdichte 
Anzahl der Bauteile je Flächeneinheit der Leiterplatte 

3.2.3 
ionisierbare Verunreinigung 
Prozessrückstände, die als Ionen vorliegen und im gelösten Zustand die elektrische Leitfähigkeit erhöhen 

ANMERKUNG Beispiele für Prozessrückstände sind Aktivatoren, Fingerabdrücke, Salze vom Ätzen und Beschichten. 

3.2.4 
Maschinenöl 
flüssige Verbindungen, die als Schmiermittel für Schwalllötanlagen formuliert und angewendet werden 

ANMERKUNG Primär dient Maschinenöl als Grenze zwischen der Atmosphäre und dem geschmolzenem Lot, wobei 
durch Maschinenöl die Oxidation (das Abkrätzen) des Lots verringert wird. Bestimmte Öle verringern auch die 
Oberflächenspannung des geschmolzenen Lots, wodurch seine Benetzungseigenschaften verbessert werden. 

3.2.5 
Maserbildung 
Measling 
Zustand im Basismaterial einer Leiterplatte in Form voneinander getrennter weißer Punkte oder „Kreuze“ 
unter der Oberfläche des Basismaterials, bei denen Fasern im Glasgewebe an der Gewebekreuzung getrennt 
sind 

3.2.6 
Technology Samples 
Proben von schwallgelöteten bestückten Leiterplatten 

ANMERKUNG Diese Proben werden vom Lieferanten zusätzlich für Verifikationszwecke bereitgestellt. 
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3.2.7 
Schwalllöten 
Wellenlöten 
Prozess, bei dem Leiterplatten mit einer langsam fließenden Welle des flüssigen Lots in Kontakt gebracht 
werden und bei dem die Zirkulation dieser Lotwelle durch Einsatz einer Pumpe erreicht wird, mit der das 
flüssige Lotmetall aus einem geeignet gestalteten Behälter gepumpt wird 

ANMERKUNG Die wichtigsten Funktionen der Lotwelle sind ihre Anwendung als Heizquelle, als Wärmeübertragungs-
mittel und zum Transport des geschmolzenen Lots zu dem zu lötenden Bereich. 

3.2.8 
Schwalllötanlage 
Systeme, mit denen der Schwalllötprozess durchzuführen ist 

ANMERKUNG 1 Eine typische Schwalllötanlage besteht aus mehreren Stationen: Station für den Auftrag des 
Flussmittels (dem Fluxer), Station für das Vorheizen und Station für das Löten unter Anwendung eines Fördermediums. 

ANMERKUNG 2 Im Allgemeinen wird als Option eine Reinigung angeboten. Eine weitere Reinigung kann verlangt 
werden, um den ECSS-Normen (oder kundenspezifischen Normen), die Anforderungen an die Reinheit festlegen, zu 
entsprechen. 

3.3 Abkürzungen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Abkürzungen in ECSS-S-ST-00-01 und die folgenden 
Abkürzungen: 

Abkürzung Bedeutung 

PID Prozessidentifizierungs-Dokument (en: process identification document) 
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1 
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